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® Verfahren zum abrefssslcheren Kontaktleren lacklsollerter Drfihte, insbesondere zur Anwendung 
be! elektronfschen Bautellen. 



© Die Kontakfierung von lackisollerten Drahten auf 
metaiiischen Unterlagen kann vorteilhafierweise 
durch Ultraschallschweiflen erfolgen. Problematisch 
ist dabei bei dQnnen DrShten, daB durch die Verfor- 
mung die Festigkeit herabgesetzt wird und ein Ab- 
^scheren erfolgen kann- Gemafi der Erfindung wird 
^der Draht durch Ultraschalleinwirkung unter Aufbre- 
chen der Isolierschicht verformt und auf die Unter- 
^ lags auf geschweiiJt und anschiiejSend der gesamte 
Q Verformungsberelch mit einem Tropfen eines organi- 
schen oder anorganischen Klebemittels umhailt. Das 
Q'Verfahren ist Insbesondere fOr sogenannte HF- 
CNjDrossel-Chlps (20), die als Kontaktelemente An- 
^schluiSfahnen (25) aufwelsen, vorgesehen, aber auch 
bei HF-Dro3seln (30) mIt Anschlui3drfihten (35) vor- 

mCLtellhaft anwendbar. , 




FIG 2 



1 0 200 014 ^ - r -t 2 

Verfahmh zum abreJBsfcheren Korit^ktleren lackiisollerter Drfihte, Insbesonclere zufi^jiwendung bd elektironlschen 

Bauteilen 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum abreiCsicheren Kontaktieren lackisolierter 
DrShte an Kontakteiementen. Insbesondere bezieht 
sich die Erfindung auf die Anwendung dieses Ver- 
fahrens be! elektronischen Bauteiien» wie HF-Dros- 
selspulen mit drahtbewickelten Keramik-, Kunstoff- 
Oder Ferritkemen. Derartige Drosseln konnen mit 
AnschluBdrShten versehen Oder aber auch als 
sogenannte Drossel-Chips mit Anschluflfahnen aus- 
geblldet sein. 

Bei eiektrlschen Komponenten, wie 2.B. bet 
Reiais, SchOtzen und anderen Baueiementen. war- 
den im Rahmen einer fortsdireitenden Mlniaturisie- 
rung die verwendeten Induktionsspulen fmmer klel- 
ner. Dies bedeutet dafi die dabei eingesetzten 
WickeldrShte einen Immer geringeren Durchmiesser 
haben, wodurch das Kontaktieren der Spulenan- 
schlQsse schwieriger wird. Beispielsweise kSnnen 
die lackisolierten SpuienanschlQsse einen Durch- 
messer im Bereich von 30 bis 100 um(0.03 -0.1 
mm) aufweisen. In der Mlteren deutschen Patentan- 
meidung P 34 33 892.3 wird eine derartige miniatu- 
risierte HFDrossel in Chlpbauwelse vorgeschlagen, 
bei der ein-oder meKrlagig gewtekelter, lacWsoller- 
ter Draht an plSttchenfSrmlge Kontaktelemente ko- 
ntakt'ert werden mui3. 

Bisher werden lackisoflerte SpuienanschlQsse 
durch manuelles, mechanisfertes Oder auch vollau* 
tomatisiertes L3ten kontaktiert SpezJell fUr das 
Verl6ten derartfger hochtemperaturfester 
LackdrShte sind dabei Temperaturen von ca. 500 
*C notwendig, Durch die warmestrahiung kSnnen 
die im inmittelbaren LQtbereteh llegenden Werk- 
* stoffe geschSdigt werden. 

Zum Kontaktieren kann vorteilhaft das Ultra- 
schailschwoiBen eingesatzt y/erd*^. v/cb3i durch 
die mechanische Wirkung das Ultrasch'r'Jis glei- 
chermaBen die Lackisolat'onsschicht aufgebrochen 
und die VerschweiBwirkung enreicht werden. Aller- 
dings treten bei Durchmessem von lackisolierten 
Drahten unter 0.4 mm Probleme auf, da beim An- 
schweiBen der Draht an der Verbindungsstelle 
durch die Verformung geschwMcht wird. Da die 
gestellten mechanischen Forderungen im allgemei- 
nen nicht aufrechterhalten werden kSnnen, mufi 
bisher zur Verbesserung der mechanischen Festig- 
kelt ein zusStzilches DeckpfSttdien "mit aufge- 
schweifit werden. Letzleres wird speziell fDr das 
Laserschweifien in der DE-OS 33 07 773 be- 
schrleben. Bei der Fertigung von HF-Drosselspu- 
len. die entweder mft AnschluBdraht oder auch 



neuerdings mit Anschluflfahnen als sogenartnte HF 
Drossei-Chips hergesteilt werden, wOrde dies einen 
Mehraufwand bedeuten, da die DeckplSttchen vor 
dem VerschwelBen zugeftlhrt werden mOssen. 

5 Aufgabe der Erfindung ist es daher. ein verbes- 
sertes Verfahren zum Kontaktieren dOnner lackiso- 
lierter DrShte auf eine metallische Unterlage anzu- 
geben. Dieses Verfahren soil insbesondere fOr 
Drosseispulen in Chip-Bauweise anwendbar sein. 

70 Die Aufgabe ist erfindungsgemSfl dadurch 

gel5st, daB der Draht durch Ultraschaiieinwirkung 
unter Aufbrechen der bolierschicht verfomrrt und 
auf das Kontaktelement geschwelfit wird und daB 
anschlleBend der gesamte Verformungsbereich mit 

15 einem Tropfen eines organischen oder anorgani- 
schen Kiebemlttels umhOfft wfrd. 

Das Verfahren gemfifl der Erfindung iSBt sich 
ohne welteres in eine Fertfgungelinie integrieren, 
wobei das VerschweiBen und anschlieBende Ver- 
so kieben automatisiert erfolgen kann. Als Klebemittel 
wird vonsugsweise eine thixotrope Kiebesubstanz 
verwendet die schnell aushSrtbar ist. 

MK dem erfindungsgemfiBen Verfahren lassen 
sich speziell HF-Drosselspulen mit drahtbewickel- 

25 ten Keramik-. Kunststoff-oder Ferritkemen. dJe als 
sogenannte Drossel-Chips ausgebildet sind und ais 
Kontaktelemente groBfiachlge AnschluBfahnen auf- 
weisen. kontaktieren. Dabei wird der isofierte Wic- 
keldraht jeweils| endseitig um die AnschluBfahne 

30 des Drtjssel-Chips gelegt das Drahtende an die 
AnschluBfSvhne ang6sch^veiet und die Schv/eiBsteile 
mit organischem oder anorganlschem Kleben^l 
Oberdeckt Bei HF-DrosseIn mit AnschluBdrShten 
als Kont^etemente kann dagegen der IsoOerte 

35 Spuiendraht jeweiis endseitig um den An- 
schkiBdraht gewickelt werden. v/obei der Spuien- 
draht in unmitteliDarer NShe des Kemendes an den 
Anschkifldraht angeschwelBt wird und der gesamte, 
um die DrShte laufende Stfmbereich des Kemen- 

40 des mrt einem organischen oder anorganischen 
Klebemittei abgedeckt wird. 

Bei der Erfindung werden die VorzQge des 
UftraschallschwelBens von UckdrShten, wfe'sichere 
Kontaktierung und die geringe ' Temperaurbela- 

45 stung, genutzt und gieichemnaBen der bish«ige 
Nachtdl der geringen Fesiigkelt durch' das Aufttfin- 
gen des Klebemittels'^ kompensiert. Solche Klebe- 
mittel fslnd elnfach'* handhabbar und * k5nnen als 
Tropfen airf die SchweiBstelle aufgebracht werden. 

60 Nach dem AushSrten 1st der ^ Kleber rnechgtfiisch 
fest - und -InsbesondefiB -aiich^^ temperaxknvechs^ 
bestSndig. Das Volumen des Klebetropfens ' kann 



3 : : * xr O 200 014 e 4 



80 gewfihit werden, da0 die gesamte Verformungs* 
stelle umschlossen wird. Im Ergebnis wird dadurch 
erreicht. daiS dia Festigkeit der Kontaktierung 
grSfier als die Drahtfestigkeit ist. 

Bei der Verwendung des Verfahrens fOr 
elektronische Bauteile werden nicht nur die gefor- 
derte Verbesserung der mechanischen StabilitSt 
bei gleiclizeitiger Fertigungsvereinfachung erzielt; 
es wird auch erreicht, da)3 die SchweiiSstelle des 
Bauteiles gegen kiimatlsche und korrosive Ein- 
flQsse geschUtzt ist. Die Sciiweii3steile Oder das 
gesamte Bauteil kann darUber hinaus aucli mit 
mechanisch festen OberzOgeri ummantelt werden. 

Weitere Einzellieiten und Vorteile der Erfindung 
ergeben such aus naclifoigenden Rgurenbe- 
schreibung von AusfQhrungsbeispielen anhand der 
Zeichnung. Es zeigen 

FIG 1a) und b) das Prinzip des Kontaktie- 
aingsverfahrens. 

FIG 2 einen neuartigen HF-Drossel-Chip in 
perspektivischer Darstellung, bei dem die Er- 
flndung verwendet ist und 

FIG 3 eine Schnittdarstellung einer 
herkQmmilche HF-Drossel mit Anschlufldraht 
unter Verwendung der Erfindung. 
In FIG 1 bedeutet 1 eine metalllsche Unteriage, 
beispielsweise ein Kontaktelement, worauf ein lac- 
klsoiierter Draiit 2 kontaktiert werden werden soli. 
DafQr kann vorteilhaft das Ultrasciiailschweifien ver- 
wendet werden, v4)fUr eine Ultraschallsonotrode mit 
10 und zugefiSriger Ultraschallambofl mit 11 ange- 
deutet sind, Beim UItraschalischwei/3en werden 
durch die mechanische Wlrkung die Isolatlons- 
sciiicliten aufgebrochen und durch Reibschweiflung 
die metallischen Telle unter gieichzeitiger Verfor- 
mung kontaktiert 

Problematisch ist allerdings das Ultraschall- 
schwelBen bei DrMhten geringen Durchmesssers^ 
insbesondere unter 0.4 mm, da es hier durch die 
Verformung zu einem Abscheren des Drahtes kom- 
men kann. Wenn gemaii FIG 1b nach dem Auf- 
schwei/3en auf due Kontaktstelle ein Tropfen eines 
geeigneten Klebemittels aufgebracht wird, lifit sich 
der gesamte gegen Abscherung gefShrdete Be- 
reich schUtzen und somit eine sichere mechani- 
sche Verbindung errelchen. 

Insbesondere fOr das UltraschalischwelBen von 
DrShten unter 100 um Durchmesser ist es wichtig. 
durch den Andruck der Sonotrode 10 den Draht 1 
vorab zu verformen und anschlieflend den Schall 
einwirken zu lassen. Dabel werden beispielwelse 



mit einer Ultraschallfrequenz von 40 kHz und An- 
doickkrSften zwischen 2 und 10 N gearbeitet. 
wobei die Leistungen Ubilchen/velse im Bereich bis 
zu einigen Watt liegen. 

5 Als Klebemittel wird beispielsweise ein Einkom- 
ponenten klebstoff. verwendet Wichtig fOr den be- 
stImmungsm&iSlgen- Gebrauch ist dabel, daiS die 
Klebesubstanz thixotrop, d.h. formbestSndig, ist 
und schnell aushSrtet Bei einer automatisierten 

70 Fertigung kann dann ' uhmittelbar . nach der 
Schweiflung ein Tropfen des Klebemittels punktuell 
auf die Schweifistelie aufgebracht werden, der bei 
Durchlauf durch UV-Llcht nach wenigen Sekunden 
aushSrtet, so dafl sich eine Form 4 ergibt, die den 

16 verformten Bereich des Drahtes 1 umschlleflt. 

In RG 2 ist eine HF-Drossel mit 20 bezeichnet 
Solche Drossein bestehen Oblicherwelse aus einem 
Kern 21, der aus Keramik, Kunststoff oder Ferrlt 
bestehen kann mit eine darauf befindlichen ein- 

20 Oder mehrlagigen Wicklung 24 aus lackisoliertem 
Runddraht Im Rahmen einer Miniaturisierung sol- 
cher elektronischer Bauteile (faspw. '3,2mm * 
2,5mm * 1 ,S mm und 40 um-Draht f Or Nenninduk- 
tivitaten von 0,068 -8.2 uH bei 2 t^Hz 

25 Me^requenz) 1st man dazu Ubergegangen, statt 
der bisher Oblichen AnschiufldrShte groiSflSchige 
Kontakteiemente vorzusehen. Dazu welst der Kern 
21 Stimenden 22 mit Aussparungen 23 auf. in den 
front-und rOckseltig piattchenflfichlge An- 

30 schlui3fahnen 25 elngebracht sind. An ihrem freien 
Teii sind die Anschtui3fahnen 25 abgeknickt, so dai3 
sie auf Leiterplatten od. dgl. gesteckt werden 
k6nnen. 

Die Anschluflfahne 25 mui3 mit dem Wickei- 

35 draht 24 kontaktiert werden: Hlerzu wird der Wic- 
keidraht 24 diagonal um die AnschluiSfahne 25 
gelegt und das Ende 26 des Wickeldrahtes 24 in 
oben beschriebener Weise mittels Ultraschall 
aufgeschweiBt Auf die Fl&che der AnschluiSfahne 

40 25 wird anschlieflend ein Tropfen des angegebe- 
nen Klebers aufgebracht. Es bildet sich ein in etwa 
warzenformiger Bereich 27, der den gesamten Ver- 
formungsberelch des UltraschallschweijSens 
Gberdeckt. Nach AushSrten des Klebers 1st eine 

4S mechanisch stabile Verbindung erreicht 

In FIG 3 weist eine HF-Drossel 30 einen 
Keramik-. Kunststoff-oder Ferrltkern* 31 auf, auf 
dem sich eine Drahtwicklung 34 befindet, Auf der 
StimflSche 32 des Kernendes 1st ein AnschluBdraht 

60 35 herausgefOhrt. der im Kern 31 verankert sein 
kann. 

Der AnschiuiSdraht 35 sol! mit dem Wickeldraht 
34 kontaktiert werden. Dazu wird das Ende .36 des 
Wickeldrahtes 34 endseltig um den AnschluiSdraht 
66 35 gewickelt und damit In unmittelbarer NShe des 
Kernes 31 durch Ultraschall verschwelflt. An- 
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schllefiend vWrd der gesamte, urn die beiden 
Drghte 35 und 38 umlaufende Berefch der 
StimflSche 37 der Kernes 31 mft einem organi- 
schen Oder anorganfschen Klebemfttel bedeckL 
Beim Ausharten kann stcfi in etwa eFne Tailenfonn 
37 ausbilden. 

Es hat sich gezeigt, dafi durch eine kombi- 
nierte Schweifi-und Klebverbindung von dQnnen 
fackisolierten DrShten mlt den Kontaktelementea 
be! den Bauteilen nach FiQ 2 und 3 eine Festigkeit 
en'eicht wfrd, die grofler 1st als die Drahtfestigkeit 
Messungen des Obergangswfderstandes sowie 
Temperaturweciise!-und weitere elektrische 
PrQfungen ergalDen hinreichend gute Werte. 

Vorteilliaft ist bet den vorstehend be- 
sclirfebenen. Beispieien weiterhin, daB die 
SchweJBsteile auch gegen klimatische und konro- 
sive BnflOsse gescliOtzt ist. 

Ansprflche 



1. Verfahren zum abreiiSsicheren Kontaktteren iacki- 
soilerter DrSIite an Kontaktelementen, insbeson- 
dere zur Anwendung bel elektronlschen Bauteilen. 
dadurch gekennzelchnet da£ der Oraht durch 
Ultraschallefnwirkung unter Aufbrechen der 
Isolationsschicht verfonnt und auf das Kontaktale- 
ment geschweffit wtnj und daB anschltefiend der 
gesamte Verfonnungsbereich mlt 'eInem Tropfen 
eines organlschen oder anorganischen Klebemrttels 
umhQIlt wird. 
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20 



26 



30 



35 



40 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB als Klet)emlttel eine thixotrope Kle- 
besubstanz verwerKiet wirdt die schnell aushSulbar 
ist 

3. Verfahren nach Anspruch 1 zur Anwendung bei 
HF-Drosseispulen mit drahtbewickelten Keramik-. 
Kunststoff-oder Fenitkemen,- die als sogenannte 
Drossel-Chips ausgebfldet sind und als Kontaktele- 
mente plSttchentSnmige AnschiuiSfahnen aufwefsen, 
dadurch gekennzelchnet daB der isolierte Wic- 
keldraht (24) endsert'g urn die Anschluflfahnen (25) 
des Drossek:hips (20) gelegt und die Drahtenden - 
(26) mit den Anschluflfahnen (25) verschwei& war- 
den und daB die Schweifistellen auf den An- 
schluBfahnen (25) mlt einem organischen oder 
anorganischen Klebemlttel (27) abgedeckt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 zur Anwendung bei 
HF-Drosselspulen mft drahtbewickelten Keramik-, 
Kunstoff-oder Fenitkemen. die als Kontaktelemente 
AnschluBdrShte aufweisen, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB der Isolierte Wickeldraht (34) end- 
seltig urn die AnschlufidrShte (35) gewickelt und 
die Drahtenden (36) in unmrttelbarer NShe der Ker- 
nenden (32) mit den AnschlufldrShten (35) ver- 
schwelBt werden und daB die um die Dr^thte (35, 
36) laufenden Stimberelche der Ken>enden (32) 
dunch ein organlsches oder anorganlsches Klebe- 
mlttel (37) abgedeckt werden. 
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